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Conformal Coatings

Conformal Coatings werden eingesetzt, um elektronische Bauteile vor Umweltfaktoren wie Feuchtigkeit, Staub, Chemi-
kalien und Temperaturschwankungen zu schitzen. Henkels Conformal Coatings schiitzen Leiterplatten und Substrate
vor Warmeschock, Feuchtigkeit, korrosiven Fliissigkeiten und anderen widrigen Umgebungsbedingungen und gewahr-
leistet lange Produktlebenszyklen fur exponierte Anwendungen in den Bereichen Schifffahrt, Automobil, Medizin und
Unterhaltungselektronik. Mit einer auBergewohnlich schnellen Hartungsfahigkeit und 100 Prozent Idsungsmittelfreien
Formulierungen bieten die Leiterplatten-Schutzlacke von Henkel eine schnelle Verarbeitung und sind umweltbewusst.

Produktlinie

Die Produktpalette von LOCTITE® Conformal Coating umfasst eine Reihe
von verschiedenen chemischen Systemen und Anwendungsoptionen.
Dazu gehoren auch sprithbare Produkte fuir PCB-Anwendungen, welche
mittels Aerosolbehdltern appliziert werden und einen effizienten und
kostengtinstigen PCB-Schutz bietet. Zusatzlich konnen die Conformal
Coatings natirlich auch im Tauch- oder Pinselauftrag appliziert werden.

Conformal Coatings

Acrylat Polyurethan

Hohe Bestandigkeit gegen = Losungsmittelfreie

Feuchtigkeit und Chemikalien Einkomponenten-

Schnelle Trocknung Beschichtungen

Frei von chlorierten Effektiv gegen Feuchtigkeit

Losungsmitteln und anderen und Korrosion

Fluorchlorkohlenwasserstoffen Aushartung bei
Raumtemperatur oder unter
UV-Licht

Hervorragend geeignet fir

hochbelastbare
Anwendungen

Prozessablauf

PCB-

Reinipling Maskierung Beschichtung Aushartung

Vorteile der Henkel Conformal Coatings:

= [dsungsmittelfreies System

= Einsatz bei hohen Temperaturen und widrigen Umgebungsbedingungen
» Verschiedenste Hartungsmaglichkeiten (UV, Temperatur, Feuchtigkeit)
= Vollstandiger Schutz vor chemischen und korrosiven Einwirkungen

Bodo Mdller Chemie empfiehlt:

= LOCTITE® STYCAST PC 88
(schnell trocknend, toluolfrei)

= LOCTITE® 5293
(VOC-konform, hohe
Temperaturbestandigkeit)

= LOCTITE® STYCAST UV7993
(100% VOC-frei, UV-hartbar)

Silikon

= Furempfindliche
Leiterplattenkomponenten,
die hohen Belastungen
ausgesetzt sind
Losungsmittelfreie
Beschichtungen
Aushartung unter UV-Licht
100 % Feststoffe
Erhaltlich als Einkomponenten-
materialien

De-
Maskierung/
Nacharbeit




Underfill-Materialien

Unterfillungslosungen werden verwendet, um die Lotstellen, die ein
elektronisches Bauteil mit einer Leiterplatte verbindet, mechanisch zu
verstarken. Das Material verstarkt das Bauteil durch Kapillarwirkung auf der
Platte. Dies hilft, mecha-nische Ermiidung zu vermeiden und die Lebensdauer
der Baugruppe zu ver-langern. Unterfiillungen werden unter anderem zur
Herstellung empfindlicher elektronischer Gehause fur die Automobil- und
Elektronikindustrie verwendet.

Henkel hat eine Reihe von Underfill-Materialien entwickelt, von denen jede
eine bestimmte Eigenschaftsanforderung bietet. Diese Materialien wurden
speziell entwickelt, um Herstellern ein zuverlassiges und qualitativ hoch-
wertiges Produkt anzubieten. Die Verwendung von Henkel Unterfillungs-
|6sungen bei der Herstellung von CSPs, BGAs, WLCSPs und anderen Kompo-
nenten kann die Leistung und die Lebensdauer der Produkte eines Herstellers verbessern.

Underfill Segmente Vorteile

CSP-Unterfullung Erhohung der mechanischen Festigkeit und Sicherstellung, dass die CSPs die
mechanischen StoR- und Biegeanforderungen erfillen

BGA-Unterfillung Verstarkung der Lotstellen, Erhohung der Widerstandsfahigkeit gegentiber
Vibrationen und Temperaturschocks

WLCSP-Unterfillung Verbesserung des Aufprall-Verhaltens, Erhéhung der thermischen
Zyklusleitung der WLCSPs

LGA-Unterfillung Erhohung der mechanischen Festigkeit und Zuverldssigkeit

Partielle Unterfillung Verbesserte Verstarkung seitens Eck- oder Randverbund Unterfullungen

LOCTITE®

Unterfullung, Relativ hohe Tg und verbesserte TC unter
wiederarbeitbar ECCOBOND Gebrauchsbedingungen p bis 100-120°C
UF3811/ UF3831
Unterfillung, nicht LOCTITE® He;vkc])‘r‘;]agen(-jres Tliiﬁyerhzlten mitbniigrigereSFWAK
: ) - und hoherer Tg als bei wiederverarbeitbarem
Underfills wiederarbeitbar ELLOBIOND Ohne meldepflichtige REACH-SVHCs und nicht CMR-
E1216M klassifiziert
Unterfullung, nicht EI&%%TQLE:D Schnelle Aushartung, sehr hohe Tg und sehr
wiederverarbeitbar, niedriger WAK fiir héchste thermische
extrem widerstandsfahig FP4531F/1E117137 A/ Zuverlassigkeit

Vorteile der Henkel Unterfiillungen:

= Hohe Aushartegeschwindigkeit
= Gute FlieBfahigkeit

= Hohe Zuverldssigkeit

= Gute Nacharbeitbarkeit

= Hervorragende SIR-Leistung




Chip-on-Board-Verkapselungen (COB)

Die LOCTITE® und LOCTITE® ECCOBOND COB-Verkapselungsmassen von Henkel
werden hauptsachlich verwendet, um den Schutz vor dufSeren Einfllissen zu ge-
wahrleisten und die mechanische Festigkeit von drahtgebundenen Bauteilen zu
erhéhen.

Die hochreinen Henkel-Verkapselungsmassen bieten eine unibertroffene Leistung
flr eine Vielzahl von Produkten, darunter Transistoren, SIP-Gerate (System in
Package), ASICs und Chip-on-Board-Anwendungen. Durch die Verwendung von
LOCTITE® ECCOBOND Glob Tops kénnen Zykluszeit und Kosten reduziert werden.
Diese Materialien fur Chip-on-Board-Anwendungen sind so konzipiert, dass sie
schnell ausharten und problemlos in Hochgeschwindigkeitsfertigungsvorgange
implementiert werden kénnen.

Verfiigbare Systeme:
DAM/FILL
Hervorragende mechanische, thermische und chemische = ECCOBOND 7010C
Stabilitat DAM/FILL (CMR/SVHC-frei)
Starre bis flexible Systeme moglich
Langsame Aushartung Glob Top
= ECCOBOND FP4460
= Firdieschnelle Aushartung bei Anwendungen mit hohem (thermisch hartend)
Acrylat Durchsatz = ECCOBOND UV 9052
Starre bis flexible Systeme moglich (UV-hartend)

= Begrenzte thermische Stabilitat

o Hohe thermische Stabilitat und Flexibilitat
Silikon

Geringe Adhasionskraft

Vorteile der Henkel COB-Verkapselungen:

= Schutz von besonders empfindlichen Bauteilen gegen Verkratzungen oder
chemische Belastung

= CMR/SVHC-freie Produkte

= Exzellente mechanische und chemische Stabilitat

= Gute Adhasion

= Fast-Cure- / Snap-Cure-Systeme

=  Materialmechanik von flexibel bis hart

Haben wir lhr Interesse geweckt? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne:

Dr. Christoph Schnéll Reno Wirnitzer Rainer Fausel Thomas Jonat
M +43 664 8954390 M +49 15114824561 M +49 15118815644 M +49160 4296243
c.schnoell@bm-chemie.at  r.wirnitzer@bm-chemie.de r.fausel@bm-chemie.de tjonat@bm-chemie.de
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en liber chemische und physikalische Eige!
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Schutzrechte Dritter zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Liefer
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